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- 自動車/車載電子機器の市場動向を調査・分析
- 車載用ICの5種類を対象として、そのパッケージトレンド及びサブストレート市場動向を分析
- 車載用PCB/CCLを対象として、その市場を各種製品タイプ別/応用分野別に市場を予測
- 車載用FPC/FCCLのタイプ及び応用分野別市場を分析
- 自動車、車載PCB/CCL、車載用FPC/FCCLのメーカ別シェアと2034年までの市場規模予測

新刊市場調査レポートのご案内



調 査 概 要

1. 発行目的
車載用ICパッケージ/サブストレート、PCB/CCL、FPC/FCCLの市場動向を詳細に調査・分析することで、当該

市場における事業戦略立案の基礎データとして役立つことを目的とします。

2. 調査期間
2025年11月～2026年2月

3. 調査方法
直接訪問取材/アンケート調査/学会誌等の文献調査/インターネットを媒介とした基礎情報の収集等

4. 調査の対象

5. 調査の内容：以降の調査フォーマットや目次をご参照ください

対象製品

自動車/電
装品

自動車 ICE（エンジン車）、HEV、PHEV、BEV/FCV

電装品 パワートレイン、ｘEV（電源/配電系含む）、シャーシ＆セーフティ、ボディ、インフォテイメント

車載用 IC Package 
専用Logic IC、ASIC/FPGA、MCU、DSP、Analog IC（メモリ/標準ロジック等汎用ICは除く）
これらのIC用パッケージとサブストレート

車載用
PCB/CCL 

PCB 片面基板、両面基板、多層基板、ビルドアップ基板、その他（放熱基板）

CCL 紙、コンポジッド、ガラスエポキシ（高Tg/中Tg/低Tg）、高機能材、MCCL

車載用
FPC/FCCL 

FPC
応用分野別：Powertrain、Light、Sensor、Infotainment、Swiｔch
基板の種類別：片面、両面、多層、リジッドフレックス

FCCL 2層FCCL(片面・両面）、3層FCCL（片面、両面）
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内容見本（8）

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2032 2034

PCSP
基板

Vol.

Val.

FCCSP
基板

Vol.

Val.

PBGA
基板

Vol.

Val.

FCBGA
基板

Vol.

Val.

合計
Vol.

Val.

（Vol.: Million PCS, Val.: Million USD, ASP: USD/PCS）
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3. お支払い条件

請求書発行日の翌月末日までに銀行振込にて、お支払い下さい。

4. 調査レポートのお取り扱い

上記のご契約形態に従ってその利用範囲を限定させていただきます。

その契約形態を越えての第三者への譲渡を禁止とし、また、それ以外にも弊社の当レポートにおける著作権
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